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Die Erfindung betrilft cin Verfahren zur Herstellung 
ciner Baucinheit fur elektrische Gerate, bcstehend aus 
einer Grundplattc und darauf aufgebrachten Leitungs- 
zfigen. 

Es gibt eine Anzahl verschiedener Verfahren zur 5 
Herstellung von sogenannten gedruckten Schaltungen. 
/Den Verfahren, die bisher in der Praxis Eingang ge- 
f unden haben, liegt der geraeinsarae Gedanke zugrunde, 
durch das betreffende Verfahren zunachst metallisch 
zusammenhangende und elektrisch leitende Verbin- 10 
dungs wege zwischen den Punkten einer Schaltung her- 
zustellen. An diesen so vorgeformten fertigenLeitungs- 
wegen wird dann nach der Montage der Schaltelemente 
in Locher der Grundplatte die erforderliche Lotung 
bzw. Tauchlotung vorgenommen, die dabei lediglich 15 
den Zweck der elektrischen Verbindung dieser Teile 
mit den bereits auf der Platte aufgebrachten Leitungs- 
verbindungen erfullt. 

Rekannte hauptsachliche Verfahren zu diesem Zweck 
sind: 20 

1. Das Auf damp fen leitender Linien im Hochvakuum 
auf Isolierstoffgrundplatten mit anschlieBender gal- 
vanischer Verstarkung. 

2. Das Ausatzen der Leitungswege auf mit Kupfer- 
folie kaschiertcm I sol icr material. as 

3. Das Aufkleben von fertig ausgestanzten metal- 
lischen Lcitungswegen. 

4. Das Pulver verfahren, bei dem ein gleichmaflig mit 
Silbcrstaub beschichtctes, nicht ganz ausgehartetes 
Hartpapier mit einem erhitzten Stempel in Form 30 
des Lcitungsmusters gepreBt wird und hierdurch 
an den unter Druck erhitzten Stellen eine haftende, 
lcitfahige und lotbare Silberbahn entsteht. 

5. Die verschiedencn chemischen und physikalischen 
Verfahren zum Leitendmachen von Isolierstoffen 35 
entweder auf der ganzen Oberflache oder nur auf 
den Verbindungslinien zum Zwecke anschlieBender 
Verkupfcrung auf galvanischem Wege. 

Alle diese Verfahren bedurfen einer groBen Anzahl 
Arbdtsgange und werden dadurch teuer. Bei den 40 
Druck- und Pulver verfahren gemaB Punkte 3 und 4 
sind spczielle Pressen notwendig.Bei dem Atzverfahren 
tritt ein kostspieliger Materialverbrauch ein. 

Es ist ferner bekannt, auf der Grundplatte zunachst 
das Muster der gewunschten Leitungsziige mittels 45 
flussiger Klebstoff e auf zubringen, dann ein Metallpulver 
aufzustauben und durch Trocknen des Klebstoffs auf 
der Grundplatte zu verankcrn, und diese Lcitungszuge 
anschlieBcnd durch Galvanisieren zu verstarken. 

Gegenuber diesen bekannten Verfahren weist das 50 
Verfahren nach der Erfindung auBerst einfache Ar- 
beitsgiinge auf und ist dadurch besonders fur die tech- 
nischc Massenfabrikation geeignet. 

Die Erfindung betriff t ein Verfahren zur Herstellung 
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einer Baueinheit fur elektrische Gerate, die aus einer 
isolierenden Grundplatte und darauf aufgebrachten 
flachenhaften Leitungszugen bestcht, bei dem zunachst 
auf der Grundplatte das Muster der gewunschten Lei- 
tungsziige mittels fliissigen Kunstharzes aufgebracht 
und dann ein Metallpulver aufgestaubt und durch Aus- 
harten des Kunstharzes auf der Grundplatte verankert 
wird. ErfindungsgemaB wird hierbei das durch das 
Metallpulver gebildete, schlecht leitende Leitungs- 
muster durch eine Tauchlotung mit einem durchgehen- 
den, gut leitenden Zinnuberzug versehen. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel des erfindungsgemaBen 
Verfahrens ist folgendes: 

Auf einer als Trager der gedruckten Schaltungen bc- 
stimmtcn Hartpapierplatte wird zunachst das ge- 
wunschte Leitungsmuster in geeigneter Form mittels 
eines fliissigen Kunstharzes aufgetragen. Die Auf- 
tragung kann dabei durch Aufstreichen durch eine 
Schablone oder durch Auf spritzen durch eine Schablone, 
Aufdrucken, OfiFset- oder Siebdruckverfahren oder 
sonstwie erfolgen. Auf diesem klebefahigen tJberzug 
aus flussigem Kunstharz wird cin Metallpulver — das 
seinerseits zur Verhinderung von Oxydation selbst 
wieder schwach versilbcrt oder verzinnt sein kann — 
aufgestaubt Dieses Metallpulver bleibt nur auf der 
klebrigen Kunstharzschicht haften, und nachdem der 
UberschuB durch Abschutteln entfernt ist, entsteht ein 
Bild der betreffenden Schaltung in Form eines pul- 
verigen t)berzuges. Die so hergestellten Teile — z. B. 
Leitungsverbindungen, Kondensatorelektroden, Spu- 
len, welche in Form von Spiralen gebildet werden — 
werden dann zur Aushartung der Kunstharzschicht auf 
die notwendige Tcmperatur gebracht, wobei die ein- 
zelnen Korr.er der Pulverschicht ihre notwendige Haft - 
festigkeit erhalten. Es ist nicht erforderlich, dafi das 
aufgestaubte Metallpulver nach Aushartung desKunst- 
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* harzmusters bereits selbst eine ausreichende elektri- 
sche Leitfahigkeit des vorgeformten Leitungsweges 
aufweist. Die so hergestellle Schaltplatte wird nun in 
ein flussigcs Zinnbad, insbesondere Lotzinn, getaucht,' 
wodurch die mi t der Kunstharzschicht fest verbundenen 5 
Metallpulverteile durch eine Schmelzverzinnung einen 
durchgehenden Zinniiberzug erhalten, der in diesem 
Fall erst die ausreichende elektrische Leitfahigkeit des 
Leitungsweges schafft. 

Dieser Zinnuberzug haftet aufierst fest auf der als io 
Haftschicht dienenden Metallpulverschicht. Der Zinn- 
uberzug haftet z. B. fester auf der Grundplatte, als dies 
bei dem Verfahren der Ausatzung der Leitungswege 
auf mit Kupferfolie kaschiertem Isoliermaterial der 
Fall ist. 15 

Es ist nun weiterhin bekannt, Schaltungselemente, 
wie Widerstande, Kondensatoren u. dgl. mit ihren 
Anschlufidrahten durch in der Grundplatte vorgesehene 
Locher zu stecken und die Leitungsenden durch 
Tauchverzinnung mit den vorher auf der Grundplatte 20 
aufgebrachten Leitungswegen zu verbinden. Das er- 
findungsgemaBe Verfahren eignet sich besonders fur 
diesen Fall, da der Arbeitsgang der Tauchlotung und 
die Aufbringung des Zinniiberzuges auf das mit der 
Kunstharzschicht fest verbundene Metallpulver ein 35 
und derselbe ist. 
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PATENTANSPROCHE: 

1. Verfahren zur Herstellung einer Bauei illicit 
fur elektrische Geratc, die aus einer isolierenden 
Grundplatte und darauf aufgebrachten flachen- 
haften Leitungsziigen besteht, bei dem zunachst 
auf der Grundplatte das Muster der gewunschten 
Leitungszuge mittels flussigen Kunstharzes auf- 
gebracht und dann ein Metallpulver aufgestaubt 
und durch Ausharten des Kunstharzes auf der 
Grundplatte verankert wird, dadurch gckcnnzcich- 
net, dafi das durch das Metallpulver gebildete 
schlecht leitende Leitungsmuster durch eine Tauch- 
lotung mit einem durchgehenden, gut leitenden 
Zinnuberzug versehen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi im gleichen Tauchlotvorgang die 
Anschlusse vorhandener Schaltungselemente mit 
den Leitungszugen vcrbunden word en. 



In Betracht gezogene Druckschriften: 
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